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(57) Abstract: The invention relates to an electronic module (20) for a chip card comprising at least a first dielectric substrate (4) which
is provided on one of the faces thereof with at least a first microelectronic chip (8) whose input/output terminals (9) are connected
to first connection pins (2a) which are arranged around the first microelectronic chip (8), and at least a second dielectric substrate
(6) which is placed directly opposite the first substrate (4) and which is provided on one of the faces thereof with at least a second
microelectronic chip (7) whose input/output terminals are connected to second connection pins (2b) which are arranged around the
second microelectronic chip (7), the first and second microelectronic chips (7, 8) being arranged on the faces of the substrates (6, 4)
directed towards the interior of the electronic module, characterised in that it comprises a dielectric shim (3) which has a calibrated
thickness and which separates the first and second dielectric substrates (4, 6), the shim (3) comprising through-holes (22, 220) or
vacancies (24), in which electrically conductive materials (la, 1b, le) which are capable of connecting some of the first connection pins
(2a) to some of the second connection pins (2b) are arranged.

(57) Abrégé : L'invention concerne un module électronique (20) pou rca rte a puce comportant au moins un premier substrat diélectrique
(4) pourvu sur une de ses faces d'au moins une premicre puce microélectronique (8) dont les bornes d'entrée/sortie (9) sont connectées
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a des premiers plots de connexion (2a) disposés autour de ladite premi€re puce microélectronique (8), et au moins un second substrat
diélectrique (6) placé directement en regard du premier substrat (4) et pourvu sur une de ses faces d'au moins une seconde puce micro-
électronique (7) dont les bornes d'entrée/sortie sont connectées a des seconds plots de connexion (2b) disposés autour de ladite seconde
puce microélectronique (7), les premicre et seconde puces microélectroniques (7,8) étant disposées sur les faces des substrats (6,4)
tournées vers l'intérieur du module électronique, caractérisé en ce qu'il comporte une entretoise diélectrique (3) d'épaisseur calibrée
séparant les premier et second substrats diéléctriques (4,6), ladite entretoise (3) comportant des orifices traversants (22, 220 ou des vias
(24) dans lequels sont disposés des matériaux électriquement conducteurs (la, b, le) aptes a connecter certains des premiers plots de
connexion (2a) a certains des seconds plots de connexion (2b).



